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本公开提供一种静电吸盘及静电吸盘的制

造方法，该静电吸盘包括：底板，其由金属制成；

陶瓷板，其固定至底板并且构造成通过静电力吸

附对象；以及结合层，其设置在底板和陶瓷板之

间，以使底板和陶瓷板彼此结合。结合层由包括

形成底板的金属和形成陶瓷板的陶瓷的复合材

料形成。
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1.一种静电吸盘，包括：

底板，其由金属制成；

陶瓷板，其固定至所述底板并且构造成通过静电力吸附对象；以及

结合层，其设置在所述底板和所述陶瓷板之间，以使所述底板和所述陶瓷板彼此结合，

其中，所述结合层由包括形成所述底板的所述金属和形成所述陶瓷板的陶瓷的复合材料形

成。

2.根据权利要求1所述的静电吸盘，

其中，所述结合层的厚度基本均匀。

3.根据权利要求1或2所述的静电吸盘，

其中，所述结合层形成为这样：随着所述结合层沿所述结合层的厚度方向接近所述陶

瓷板，所述复合材料中的所述陶瓷与所述金属的复合比率增加。

4.根据权利要求1或2所述的静电吸盘，

其中，所述结合层包括：

第一结合层，其由包括所述金属和所述陶瓷的第一复合材料形成，并且设置在所述底

板上；以及

第二结合层，其由包括所述金属和所述陶瓷的第二复合材料形成，并且设置在所述第

一结合层和所述陶瓷板之间，

其中，所述第二复合材料中的所述陶瓷与所述金属的复合比率大于所述第一复合材料

中的所述陶瓷与所述金属的复合比率。

5.根据权利要求1或2所述的静电吸盘，

其中，所述陶瓷板包括：

第一电极，其构造成通过根据施加至所述第一电极的电压而产生的静电力来吸附所述

对象；

第二电极，其构造成根据施加至所述第二电极的电压而产生热量；以及

陶瓷，其包围所述第一电极和所述第二电极。

6.根据权利要求1或2所述的静电吸盘，

其中，所述底板具有供制冷剂通过的制冷剂通道。

7.一种静电吸盘的制造方法，所述方法包括：

制备由金属制成的底板；

通过3D打印在所述底板上设置结合层，其中，所述结合层由包括所述金属和陶瓷的复

合材料形成；以及

通过3D打印在所述结合层上设置陶瓷板，

其中，所述陶瓷板包括：

第一电极，其构造成通过根据施加至所述第一电极的电压而产生的静电力来吸附对

象；

第二电极，其构造成根据施加至所述第二电极的电压而产生热量；以及

陶瓷，其包围所述第一电极和所述第二电极。

8.根据权利要求7所述的方法，

其中，所述结合层的厚度基本均匀。
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静电吸盘及静电吸盘的制造方法

技术领域

[0001] 本公开涉及静电吸盘及静电吸盘的制造方法。

背景技术

[0002] 例如，为了制造半导体元件，可以使用吸附并且保持晶片的静电吸盘(ESC)。这种

静电吸盘构造成将内置有电极的陶瓷板粘合至金属制成的底板上。由于施加至陶瓷板中内

置的电极的电压，晶片利用静电力而被吸附在陶瓷板上。

[0003] 通过诸如有机硅基粘合剂等粘合剂将陶瓷板粘合至底板。具体地，通过未固化状

态的粘合剂将陶瓷板临时粘合至底板。然后，当未固化状态的粘合剂热固化时，陶瓷板被粘

合至底板上(参见例如JP‑A‑2013‑247342)。

[0004] 顺便提及，在热固化后的冷却处理中，将底板和陶瓷板彼此粘合的粘合剂收缩。在

这种情况下，陶瓷板的外周部下方的粘合剂容易被周围大气夺走热量，从而比陶瓷板的中

心部下方的粘合剂收缩得更多。结果，陶瓷板的外周部下方的粘合剂的厚度变薄，使得陶瓷

板以在中心部和中心部周围较高并且在外周部较低的形状以偏转状态粘合。

[0005] 在这种偏转状态下粘合的陶瓷板引起静电吸盘的吸附面(即，陶瓷板的吸附面)的

高度变化。为了解决该问题，一般通过抛光使这种静电吸盘中的陶瓷板的吸附面平坦。

[0006] 然而，当陶瓷板的吸附面被抛光时，陶瓷板的厚度变得不均匀。即，陶瓷板的中心

部和中心部周围的厚度变薄。当在这种条件下使用静电吸盘时，通过粘合剂在底板和陶瓷

板之间的传热特性可能不均匀，使得陶瓷板的吸附面的温度不能充分均匀。

发明内容

[0007] 特定实施例提供一种静电吸盘。该静电吸盘包括：底板，其由金属制成；陶瓷板，其

固定至底板并且构造成通过静电力吸附对象；以及结合层，其设置在底板和陶瓷板之间以

使底板和陶瓷板彼此结合。结合层由包括形成底板的金属和形成陶瓷板的陶瓷的复合材料

形成。

[0008] 特定实施例提供一种静电吸盘的制造方法。该方法包括：制备由金属制成的底板；

通过3D打印将结合层设置在底板上，其中结合层由包括金属和陶瓷的复合材料形成；以及

通过3D打印将陶瓷板设置在结合层上。陶瓷板包括：第一电极，该第一电极构造成通过根据

施加至第一电极的电压而产生的静电力来吸附对象；第二电极，该第二电极构造成根据施

加至第二电极的电压而产生热量；以及陶瓷，该陶瓷包围第一电极和第二电极。

附图说明

[0009] 图1是示出了根据实施例的静电吸盘的构造的透视图；

[0010] 图2是示出了根据实施例的静电吸盘的截面的示意图；

[0011] 图3是示出了根据实施例的静电吸盘的制造方法的流程图；

[0012] 图4是示出了结合层设置步骤的具体示例的视图；
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[0013] 图5是示出了陶瓷板设置步骤的具体示例的视图；并且

[0014] 图6是示出了根据实施例的变型例的静电吸盘的截面的示意图。

具体实施方式

[0015] 下文将基于附图对本申请公开的静电吸盘以及静电吸盘的制造方法的实施例进

行详细描述。顺便提及，本文公开的技术不局限于实施例。

[0016] (实施例)

[0017] [静电吸盘的构造]

[0018] 图1是示出了根据实施例的静电吸盘100的构造的透视图。图1所示的静电吸盘100

具有陶瓷板120与底板110结合的结构。

[0019] 底板110是由诸如铝等金属制成的圆形构件。底板110用作静电吸盘100的基材。在

底板110内部形成有供诸如冷却水等制冷剂通过的制冷剂通道，以调节陶瓷板120和吸附在

陶瓷板120上的晶片等的温度。

[0020] 陶瓷板120是由绝缘陶瓷制成的圆形构件。陶瓷板120的直径小于底板110的直径。

陶瓷板120固定至底板110的中央。即，陶瓷板120的一个面用作与底板110结合的结合面。通

过由包括金属和陶瓷的复合材料制成的结合层使结合面与底板110结合，使得陶瓷板120固

定至底板110。在陶瓷板120中，与结合面相反的面是能够吸附诸如晶片等待吸附对象的吸

附面。

[0021] 在陶瓷板120内部布置有导电电极。当向该电极供应电力时，产生静电力。通过静

电力，对象被吸附在陶瓷板120的吸附面上。

[0022] 另外，在陶瓷板120内部布置有加热电极。加热电极由于供应至加热电极的电力而

产生热量以调节陶瓷板120和吸附在陶瓷板120上的诸如晶片等对象的温度。

[0023] 图2是示出了根据实施例的静电吸盘的截面的示意图。图2示出了沿图1的线II‑II

截取的截面图。如图2所示，静电吸盘100具有通过结合层130使陶瓷板120与底板110结合的

构造。

[0024] 底板110例如是由金属制成的厚度为约20mm至50mm的构件，并且该底板110内部具

有用作供诸如冷却水或冷却气体等制冷剂通过的通道的制冷剂通道111。由于通过制冷剂

通道111的制冷剂，陶瓷板120和吸附在陶瓷板120上的晶片被冷却。作为冷却陶瓷板120的

结果，吸附在陶瓷板120上的诸如晶片等对象被冷却。

[0025] 陶瓷板120由内部设置有电极121和加热电极122的陶瓷制成。陶瓷板120的厚度例

如为约4.5mm。例如，通过使用氧化铝的3D打印来获得陶瓷。通过结合层130使陶瓷板120的

作为与底板110结合的结合面的下表面与底板110的上表面结合。

[0026] 电极121构造成通过根据施加至电极121的电压而产生的静电力来吸附对象。即，

当电压施加至陶瓷板120的电极121时，通过静电力使陶瓷板120吸附诸如晶片等对象。在图

2中，陶瓷板120的上表面是吸附面，并且当电压施加至电极121时，对象被吸附在该吸附面

上。

[0027] 另外，当电压施加至陶瓷板120的加热电极122时，加热电极122产生热量以便加热

陶瓷板120，并且因此加热由陶瓷板120吸附的对象。通过由加热电极122进行的加热和由底

板110进行的冷却来调节陶瓷板120的温度。结果，吸附在陶瓷板120上的对象的温度被调节
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至期望温度。

[0028] 诸如CN49(康铜)(Cu‑Ni‑Mn‑Fe合金)、Zeranin(Cu‑Mn‑Sn合金)或锰铜(Cu‑Mn‑Ni

合金)等合金可以用作加热电极122的材料。另外，加热电极122的厚度可以例如设定在约25

μm至50μm的范围内。

[0029] 结合层130是由包括形成底板110的金属和形成陶瓷板120的陶瓷的复合材料制成

的层。结合层130使陶瓷板120的下表面与底板110的上表面结合。例如通过使用包括形成底

板110的金属和形成陶瓷板120的陶瓷的复合材料的3D打印来获得结合层130。在通过3D打

印形成期间，包括金属和陶瓷的复合材料均匀设置在由金属制成的底板110上。结果，整个

结合层130的厚度基本均匀。即，在形成期间，结合层130不需要像诸如有机硅基粘合剂等粘

合剂那样的热固化和热固化后的冷却处理。因此，在结合层130的整个区域上厚度基本均

匀。在结合层130的整个区域中，最厚部和最薄部之间的厚度差例如小于粘合剂的厚度差

(热固化后的冷却处理中粘合剂的最厚部和最薄部之间的厚度差)。因此，通过结合层130在

底板110和陶瓷板120之间的传热特性足够均匀，使得可以通过底板110使陶瓷板120的整个

区域均匀冷却。结果，陶瓷板120的吸附面中的温差足够小，使得静电吸盘100可以获得足够

高的热均匀性。

[0030] 顺便提及，当结合层130的厚度的最大值和最小值之间的差在0μm至100μm的范围

内时，可以说结合层130的厚度基本均匀。更优选地，当结合层130的厚度的最大值和最小值

之间的差在0μm至50μm的范围内时，可以说结合层130的厚度基本均匀。

[0031] 可以使用任何期望的比率作为形成结合层130的复合材料中陶瓷与金属的复合比

率(陶瓷与金属的比率)。例如，结合层130可以形成为这样：随着沿结合层130的厚度方向接

近陶瓷板120，复合材料中的陶瓷与金属的复合比率增加。对形成结合层130的复合材料施

加(应用)梯度，使得随着接近陶瓷板120，陶瓷的复合比率增加。通过这种方式，可以减少由

于陶瓷板120和底板110之间的热膨胀系数差异而引起的应力产生。因此，在由加热电极122

进行加热期间或在由底板110进行冷却期间，可以防止由于应力而使陶瓷板120破裂。

[0032] 顺便提及，静电吸盘100可以设置有在厚度方向上穿透底板110、陶瓷板120和结合

层130的气体流路140，使得诸如氦气等传热气体可以流过气体流路140。气体流路140的一

端部处的开口形成在陶瓷板120的吸附面中。在陶瓷板120的吸附面中形成细微的凹凸部

(irregularities)。从气体流路140的端部处的开口流出的传热气体可以到达已经吸附在

陶瓷板120的吸附面上的诸如晶片等对象的表面，使得传热气体可以维持适合处理对象的

状态。

[0033] [静电吸盘的制造方法]

[0034] 接下来，参照图3对具有前述构造的静电吸盘100的制造方法进行描述。图3是示出

了根据实施例的静电吸盘100的制造方法的流程图。顺便提及，在以下描述中，将省略形成

气体流路140的步骤以便简化描述。

[0035] 首先，执行3D打印以便在底板110上设置结合层130(步骤S101)。结合层130由包括

形成底板110的金属和陶瓷的复合材料制成。高精度地设置复合材料，使得例如结合层130

的最厚部和最薄部之间的厚度差小于热固化后的冷却处理中诸如有机硅基粘合剂等粘合

剂的最厚部和最薄部之间的厚度差。结果，例如，如图4所示，在底板110上设置厚度均匀的

结合层130。图4是示出了结合层设置步骤的具体示例的视图。
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[0036] 接着，执行3D打印，以便在结合层130上设置陶瓷板120(步骤S102)。陶瓷板120包

括电极121、加热电极122和包围电极121和加热电极122的陶瓷。具体地，例如，在结合层130

的表面上执行使用氧化铝粉末、使用作为电极121的材料的金属粉末以及使用作为加热电

极122的材料的示例示出的合金粉末的3D打印，从而形成陶瓷板120。在这种情况下，因为高

精度地设置复合材料，所以结合层130的厚度均匀。因此，设置在结合层130上的陶瓷板120

的厚度也均匀。结果，例如，如图5所示，获得了集成有底板110、厚度均匀的陶瓷板120和结

合层130的静电吸盘100。图5是示出了陶瓷板设置步骤的具体示例的视图。

[0037] 在静电吸盘100中，通过3D打印使结合层130的厚度均匀。因此，当通过来自加热电

极122的加热和来自底板110的冷却来调节陶瓷板120的温度时，可以获得足够高的热均匀

性。

[0038] 如上所述，根据实施例的静电吸盘(例如，静电吸盘100)具有由金属制成的底板

(例如，底板110)、陶瓷板(例如，陶瓷板120)和结合层(例如，结合层130)。陶瓷板固定至底

板以通过静电力吸附对象。结合层是由包括形成底板的金属和形成陶瓷板的陶瓷的复合材

料形成的结合层，并且结合层以均匀厚度设置在底板和陶瓷板之间。结合层使底板和陶瓷

板彼此结合。因此，根据实施例的静电吸盘，能够获得足够高的热均匀性。

[0039] 另外，根据实施例的结合层可以形成为使得随着沿结合层的厚度方向接近陶瓷

板，复合材料中的陶瓷与金属的复合比率增加。因此，在根据实施例的静电吸盘中，可以防

止由于陶瓷板和底板之间的热膨胀系数差异而使陶瓷板破裂。

[0040] 此外，根据实施例的陶瓷板可以具有可以施加电压的第一电极(例如，电极121)、

由于施加电压而产生热量的第二电极(例如，加热电极122)以及包围第一电极和第二电极

的陶瓷。因此，在根据实施例的静电吸盘中，当通过来自第二电极的加热和来自底板的冷却

来调节陶瓷板的温度时，能够获得足够高的热均匀性。

[0041] 此外，根据实施例的陶瓷板可以具有供制冷剂通过的制冷剂通道(例如，制冷剂通

道111)。因此，在根据实施例的静电吸盘中，当通过来自第二电极的加热和来自底板的冷却

来调节陶瓷板的温度时，能够获得足够高的热均匀性。

[0042] (变型例)

[0043] 顺便提及，在前述实施例中，通过示例的方式示出了使底板110和陶瓷板120彼此

结合的结合层130由一层形成的情况。然而，可以可替代地形成多个结合层。具体地，例如，

如图6所示，根据变型例的结合层130A可以由第一结合层131和第二结合层132形成。图6是

示出了根据实施例的变型例的静电吸盘100A的截面的示意图。由包括形成底板110的金属

和形成陶瓷板120的陶瓷的第一复合材料形成的第一结合层131设置在底板110上。由包括

形成底板110的金属和形成陶瓷板120的陶瓷的第二复合材料形成的第二结合层132设置在

第一结合层131和陶瓷板120之间。第二复合材料具有的陶瓷与金属的复合比率大于第一复

合材料具有的陶瓷与金属的复合比率。因此，可以防止由于陶瓷板120与底板110之间的热

膨胀系数差异而使陶瓷板120破裂。顺便提及，可以形成包括三个以上的结合层的结合层

130A。即使在形成包括三个以上的结合层的结合层130A的情况下，也可以调节形成每个结

合层的复合材料，使得随着接近陶瓷板120，陶瓷的复合比率增加。

[0044] 尽管上文已对优选实施例等进行详细描述，但本公开不局限于上述实施例等，并

且在不脱离权利要求书所描述的范围的情况下，可以对上述实施例等加入各种变型和替换。
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